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１．概要（Summary ）： 

弊社では、UV インプリントにより高アスペクト比

樹脂構造体の作製を考えている。 具体的には、①フ

ォ ト リ ソ グ ラ フ ィ と Deep-RIE (Reactive Ion 
Etching)により Si マスターを作製し、②PDMS 
(Polydimethylsiloxane)の注型成形によりモールドを

作製し、③UV インプリントにより、高アスペクト比

樹脂構造体を PET (Polyethylene terephthalate)シー

ト上に形成する。Si マスター作製時に早稲田大学

NTRC のクリーンルーム設備の使用が可能かどうか

の相談を行い、プロセス毎に技術分解し可能かどうか

評価した。 
 応用デバイスについては企業秘密的要素を含んで

いるために今回は作製プロセスの相談を行い、作製の

可能性は高いと思っている。 
 
２．実験（Experimental）： 
なし。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion）： 
なし。 
 
４．その他・特記事項（Others）： 
なし。 
 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation）： 
なし。 
 
６．関連特許（Patent）： 
なし。 
 
 


